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	（54）实用新型名称
     微细电极结构
	


	（57）摘要
     本实用新型揭示了一种微细电极结构，适用于微加工设备上加工相应模型的电极，待加工模型的三维模型结构由预设数量的离散切片组成，包括电极板和设置于所述电极板上的微型孔，所述电极板上设有若干个微型孔，所述每一微型孔与所述离散切片几何形状相同。将电极板上微型孔的设置与三维模型结构离散切片的形状相同，能够使得加强加工的稳定性，将影响加工精度的因素转化从微加工设备的运动精度。
	



	权 利 要 求 书


1.一种微细电极结构，适用于微加工设备上加工相应模型的电极，待加工模型的三维模型结构由预设数量的离散切片组成，其特征在于，包括电极板和设置于所述电极板上的微型孔，所述电极板上设有若干个微型孔，所述每一微型孔与所述离散切片几何形状相同。
2.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述电极板厚度＞1.0mm。
3.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述电极板设置为金属板。
4.根据权利要求3所述的微细电极结构，其特征在于，所述电极板设置为铜板、钨板、钨铜板、镍板、钼板或钢板。
5.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述电极板设置为石墨板。
6.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述电极板上的每一个微型孔的几何模型完全相同。
7.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述微型孔均匀设置于所述电极板上。
8.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述微型孔按照预设方式排列在电极板上。
9.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述微型孔为激光切割或线切割而成的通孔。
10.根据权利要求1所述的微细电极结构，其特征在于，所述电极板设置为长方体。


	说 明 书


微细电极结构
技术领域
本实用新型涉及到三维微结构加工的技术领域，具体为一种微细电极结构。
背景技术
通过微细电极的微细电加工制备三维微结构是目前制备三维微结构的主流加工手段之一。微细电加工包含微细电火花加工和微细电解加工。以微细电火花加工三维微结构为例，其主要工艺过程如下：通过各种加工方法制作直径细小的微柱状电极，然后通过微电极的层层扫描放电加工获得三维微结构。但是，由于微柱状电极尺寸相对于扫描面积十分微细，使得加工效率很低。这一缺点制约了该技术在工业领域的广泛应用。现有方法在实施的过程中存在以下问题：三维微结构的加工精度与薄板电极的厚度密切相关，薄板厚度越小，三维微结构加工精度越高。但是薄板越薄，会导致薄片电极刚度不够，三维微结构加工过程不稳定。
实用新型内容
本实用新型的主要目的为提供一种可以有效地提高加工效率和加工精度的微细电极结构。
本实用新型提出一种微细电极结构，适用于微加工设备上加工相应模型的电极，待加工模型的三维模型结构由预设数量的离散切片组成，包括电极板和设置于所述电极板上的微型孔，所述电极板上设有若干个微型孔，所述每一微型孔与所述离散切片几何形状相同。
进一步地，所述电极板厚度＞1.0mm。
进一步地，所述电极板设置为金属板。
进一步地，所述电极板设置为铜板、钨板、钨铜板、镍板、钼板或钢板。
进一步地，所述电极板设置为石墨板。
进一步地，所述电极板上的每一个微型孔的几何模型完全相同。
进一步地，所述微型孔均匀设置于所述电极板上。
进一步地，所述微型孔按照预设方式排列在电极板上。
进一步地，所述微型孔为激光切割或线切割而成的通孔。
进一步地，所述电极板设置为长方体。
本实用新型微细电极结构的有益效果为，将电极板上微型孔的设置与三维模型结构离散切片的形状相同，能够使得加强加工的稳定性，将影响加工精度的因素转化从微加工设备的运动精度。
附图说明
图1是本实用新型一实施例微细电极结构示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。
下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变，所述的连接可以是直接连接，也可以是间接连接。
另外，在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。
如图1所示，提出本实用新型一优选实施例的一种微细电极结构，适用于微加工设备上加工相应模型的电极，待加工模型的三维模型结构4由预设数量的离散切片组成，包括电极板1和设置于电极板上的微型孔，电极板上设有若干个微型孔，每一微型孔与离散切片几何形状相同。
在本实施例中，适用于微加工设备上加工相应模型的电极，通过对待加工的模型建立三维模型结构4，将三维模型结构4进行离散切片得到预设数量的离散切片，包括电极板1和设置于电极板1上的微型孔，在电极板1上切割出一系列的微型孔，这些微型孔与三维模型结构4每一层水平离散切片的几何形状完全相同，该水平离散切片是指与三维模型结构4竖直方向上轴线垂直的平面，该离散切片为三维模型结构4水平切割的得到的截面几何形状，所以水平离散切片为三维模型结构4的横截面的几何形状。将原有的直径细小的微柱状电极加工方法改变为这种在电极板1上设有与三维模型结构4相对应的微型孔，通过对电极板1放电，使电极板1在加工材料上稳定的加工出三微模型，原有的加工精度取决于电极板的厚度，电极板越薄，三维模型结构的加工精度越高，但相应的越薄的电极板，其刚度约低，导致其在加工过程中的稳定性不高，容易产生电极板的断裂，使得加工程序打乱。
在本实施例中，电极板1厚度＞1.0mm。电极板1的厚度越大，电极板1的刚度越大，采用较厚的电极板1，能够提高三维微加工过程的稳定性，且电极板1上的微型孔为三维模型结构4的水平离散切片，其加工的精度取决于加工设备的运动精度，其电极板1厚度不会影响加工的精度，因此在保证电极板1厚度的情况下又不会影响加工的精度。
在本实施例中，电极板1设置为金属板。金属具有较强的导电性能，因此将电极板1设置为具有较强导电性能的金属板。
在本实施例中，电极板1设置为铜板、钨板、钨铜板、镍板、钼板或钢板。选用钨铜板作为电极板1的材料，使得电极板1具有了铜的导电性，又具有钨的高硬度、高熔点、抗粘附的特点，钨铜合金能够耐高温和耐电弧烧蚀，具有强度高和比重大的特点，具有较强的导电性和导热性，易于切削加工。
在本实施例中，电极板1设置为石墨板。石墨为非金属制品，作为碳弧气刨切割工艺中的一种必备的焊接前的切割耗材，是由碳、石墨加上适当的粘合剂，通过挤压成形，经2200℃焙烤旋段后镀一层铜而制成，耐高温，导电性良好，不易断裂，适用于将金属切割成符合要求的形状。
在本实施例中，电极板1上的每一个微型孔的几何模型完全相同。本实施例的三维模型结构4为一个半球，半球的水平离散切片均为圆形，电极板1上的微型孔与半球每一水平离散切片的几何形状依次对应相同，每一水平离散切片为半径依次增大的圆形。
在本实施例中，微型孔均匀设置于电极板1上。本实施例中的半球三维模型结构4的水平离散切片均为圆形，每一个圆形都均匀设置于电极板1上，在加工过程中，加工设备控制电极板1在水平方向上移动指定的距离，便可控制电极板1进行下一个微型孔的加工，设置等距使得加工设备便于设置固定的移动值。
在本实施例中，微型孔为激光切割或线切割而成的通孔。通过三维计算机辅助设计CAD软件系统，对需要加工材料的半球建立CAD几何模型沿半球CAD几何模型平行于半球切面的方向进行离散切片，得到半球结构的离散切片几何模型，半球切片后得到的每一层几何形状为圆形；通过在平行于半球切面的平面上对半球进行离散切片，能够直接获得半球CAD几何模型的切片几何参数，快速的将每一片切片的数据传输到切割系统，使切割系统在一块厚度相当的电极板1上准确的切割出半球的微型孔阵列。能够有效的缩短加工的时间，并打下稳定加工的基础。通过快速成形软件获得半球每一层离散切片的几何形状和加工数据；由切割系统按照每一层离散切片的几何形状和加工数据，在一块厚度为1.22mm的金属电极板1上逐个切割出相对应的圆，该切割出的圆形与半球每一层的离散切片圆得尺寸完全相同，每个微型孔园形的中心距相同，去除废料后得到一组微型孔阵列，分别为1-N号微型孔。
在本实施例中，电极板1固定连接微加工设备。电极板1固定设置于加工设备上，加工设备控制电极板1的运动方式，1号微型孔2对准加工材料进行电加工，其他微型孔悬空；通过1号微型孔2在竖直方向上下往返式的电加工，加工材料上便会加工出对应1号微型孔2的微型孔；当1号微型孔2加工完毕后，运动平台前后移动一个微型孔中心距，移动一个放电加工厚度，从而使2号微型孔3加工位置和1号微型孔2的加工痕迹对齐；再在1号微型孔2的加工痕迹对齐的位置上，2号微型孔3进行上下往返式的微型孔电加工，加工材料上同样会加工出对应于2号微型孔3的微型孔；通过重复上述的步骤，完成3-N号微型孔对加工材料进行电加工，最终这组微型孔阵列在加工材料上的加工痕迹便会拟合出三维微结构成品，加工出来的三维微结构成品尺寸小于电极板1上微型孔的尺寸，其相差的尺寸取决于加工中的放电间隙。放电间隙越大，相差尺寸越大。
本实用新型的一种微细电极结构，将电极板1上微型孔的设置与三维模型结构4离散切片的形状相同，能够使得加强加工的稳定性，将影响加工精度的因素转化从微加工设备的运动精度。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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